Instrukcja bezpieczenstwa uzytkowania
obudowy komputera MUSETEX NN8

1. Przeznaczenie wyrobu

Obudowa komputera typu ATX/Micro ATX/ITX z panelem z hartowanego szkla, metalowym korpusem
oraz wstepnie zainstalowanymi 6 wentylatorami PWM ARGB 120 mm do zastosowan biurowych i
gamingowych. Produkt przeznaczony jest wylacznie do uzytku wewnatrz budynkow jako obudowa do
stacjonarnego komputera osobistego.

2. Ogolne zasady bezpieczenstwa

Przed montazem i wszelkimi pracami wewnatrz obudowy zawsze odlacz komputer od zasilania
sieciowego (wyjmij wtyczke z gniazda 230 V AC) oraz wylacz zasilacz sieciowy przelacznikiem,
jesli jest dostepny.

Nie uzywaj obudowy, jesli widoczne sa: pekniecia szkla, odksztalcenia metalowych elementdw,
$lady nadpalenia, uszkodzone przewody, luzne wentylatory lub ostre odtamki.

Nie dokonuj zadnych przerobek konstrukcyjnych (wiercenie dodatkowych otworow, ciecie,
szlifowanie, usuwanie elementéw konstrukcyjnych), ktére mogg pogorszy¢ stabilnos$¢ lub
ochrone przed porazeniem elektrycznym i urazami mechanicznymi.

Montuj i uzytkuj obudowe wylacznie w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, z dala
od Zrodet ciepla, wilgoci, wody i fatwopalnych materiatow.

Produkt nie jest zabawka. Dzieci nie powinny obslugiwa¢ ani montowac¢ obudowy. Prace
montazowe powinna wykonywac osoba dorosta posiadajaca podstawowa wiedze z zakresu
montazu komputeréw.

Nie siadaj, nie stawaj i nie ktadZ ciezkich przedmiotow na obudowie lub panelach z hartowanego
szkla.

3. Bezpieczenstwo elektryczne

Prace montazowe w obrebie podzespotow elektrycznych (ptyta gtbwna, zasilacz, wentylatory,
sterowniki ARGB) wykonuj tylko przy odlaczonym zasilaniu.

Upewnij sie, Ze stosowany zasilacz posiada odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa i jest
prawidlowo zamontowany w tylnej czesci obudowy (typ montazu: tylny).

Podlaczaj wentylatory PWM ARGB wylacznie do odpowiednich ztgcz na ptycie gtlownej lub
kontrolerze zgodnie z instrukcjq producenta ptyty. Nie podlaczaj ich bezposrednio do sieci 230 V
AC.

Przed montazem lub demontazem kabli wewnatrz obudowy zabezpiecz sie przed wytadowaniami
elektrostatycznymi (ESD): dotknij uziemionego metalowego przedmiotu lub uzyj opaski
antystatycznej.

Nie uzywaj uszkodzonych przewoddw, zlgczy ani adapterow. W przypadku widocznych
uszkodzen kabli lub oznak przegrzania (zapach spalenizny, przebarwienia) nie waczaj systemu i
skontaktuj sie z wykwalifikowanym serwisem.

4. Bezpieczna obshuga panelu z hartowanego szkla

Panel boczny wykonany jest z hartowanego szkta. Moze rozbic sie na drobne kawatki w
przypadku silnego uderzenia, punktowego nacisku lub upadku.



e Podczas montazu i demontazu zawsze podtrzymuj panel obiema rekami. Nie ciagnij za sam
pierscien metalowy ani za krawedzie bez podparcia.

¢ Nie uderzaj, nie wyginaj i nie przekrecaj panelu szklanego. Unikaj uderzen narzedziami oraz
dociskania panelu podczas transportu.

¢ Jesli szklo jest pekniete, wyszczerbione lub obluzowane, nie uzywaj obudowy i nie dotykaj
golymi rekami krawedzi. Ryzyko powaznych skaleczen.

e W razie sthuczenia panelu zbieraj odtamki w rekawicach ochronnych, uzyj zmiotki i szufelki. Nie
usuwaj odtamkow rekami bez zabezpieczenia.

5. Ostre krawedzie i ryzyko skaleczen

e Podczas montazu komponentow wewnatrz obudowy moga wystepowac ostre krawedzie
metalowe. Zaleca sie uzywanie cienkich rekawic roboczych, aby ograniczy¢ ryzyko skaleczen.
¢ Nie siegaj reka w miejsca niewidoczne bez wczesniejszego sprawdzenia latarka, czy nie ma tam

wystajacych blach, srub lub odtamkéw szkla.
e Upewnij sie, ze wszystkie Sruby i dystanse sg prawidlowo wkrecone i nie wystaja w sposob
grozacy zadrapaniem lub przecieciem przewodow.

6. Wentylatory — ryzyko urazu i zakleszczenia

e W obudowie sa wstepnie zainstalowane wentylatory 120 mm. Podczas pracy topaty
wentylatoréw obracajq sie z duza predkoscia.

e Nigdy nie wkladaj palcow, narzedzi ani przedmiotow w obracajace sie wentylatory. Przed
wykonywaniem jakichkolwiek czynno$ci wewnatrz obudowy wylacz zasilanie i poczekaj az
wentylatory catkowicie sie zatrzymaja.

¢ Nie usuwaj fabrycznych oston lub elementéw ograniczajacych dostep do wirujacych czesci.

e Podczas prowadzenia przewoddw wewnatrz obudowy zadbaj, aby zaden kabel nie dostat sie w
strefe pracy topat wentylatora (ryzyko uszkodzenia przewodu, zwarcia lub zablokowania
wentylatora).

e Po zakonczeniu montazu przed pierwszym uruchomieniem wizualnie sprawdz, czy wszystkie
wentylatory obracaja sie swobodnie i nic ich nie blokuje.

7. Wymagania dotyczace montazu i konfiguracji

7.1. Ustawienie i stabilnosc¢

e Ustaw obudowe na stabilnej, ptaskiej powierzchni zdolnej utrzymac ciezar obudowy (ok. 5,7 kg)
oraz zainstalowanych komponentow.

¢ Nie ustawiaj obudowy na miekkich podtozach (}6zko, miekki materac, grube zastony), ktore
moga ogranicza¢ doptyw powietrza do otworéw wentylacyjnych lub powodowac niestabilnosc.

e Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z przodu, z tytu i nad obudowa, aby zapewnic
odpowiednig cyrkulacje powietrza.

7.2. Montaz komponentow

e Przed rozpoczeciem montazu zapoznaj sie z dokumentacjq ptyty gtownej, zasilacza, karty
graficznej, chlodzenia procesora i innych podzespotow.

¢ Do montazu uzywaj wylacznie dostarczonych lub zalecanych przez producenta obudowy Srub i
akcesoriow.

e Podczas montazu chtodzenia wodnego (np. radiator 280 mm w gornej czesci) upewnij sie, Ze nie
dochodzi do kontaktu z modutami pamieci RAM ani innymi elementami — ryzyko uszkodzenia



mechanicznego.
Zadbaj o prawidlowy montaz dyskow SSD/HDD w odpowiednich zatokach, przy uzyciu
wiasciwych srub. Nie pozostawiaj swobodnie wiszgcych nosnikow danych.

7.3. Montaz i pozycjonowanie karty graficznej

Obudowa umozliwia montaz karty graficznej w réznych konfiguracjach (poziomo lub pionowo —
przy uzyciu odpowiednich elementéw montazowych). Nie przekraczaj maksymalnej dtugosci
karty graficznej okreslonej przez producenta obudowy.

Upewnij sie, Ze karta graficzna jest pewnie zamocowana w slocie i przykrecona do sledzi
obudowy. Luzna karta moze spowodowac uszkodzenie ptyty gtownej.

Przy montazu pionowym stosuj wylacznie odpowiednie uchwyty i kable riser spekniajace
wymagania producentéw podzespotow. Niewlasciwy montaz moze skutkowac przegrzewaniem i
niestabilnoS$cia systemu.

8. Zapobieganie przegrzewaniu i pozarowi

Nie zastaniaj frontowego panelu mesh, otworéw wentylacyjnych, wylotéw powietrza ani filtrow
przeciwkurzowych.

Regularnie, co najmniej raz na 3—6 miesiecy, czy$¢ wnetrze obudowy z kurzu (sprezone
powietrze, miekki pedzelek). Prace wykonuj przy odtagczonym zasilaniu.

Nie stosuj palnych srodkow czyszczacych w poblizu pracujacego sprzetu. Nie spryskuj wnetrza
obudowy ptynami czyszczacymi.

Nie przekraczaj dopuszczalnych temperatur pracy podzespotow (sprawdz dokumentacje
producentéw plyty gtdwnej, procesora, karty graficznej, dyskow). W przypadku nadmiernego
nagrzewania rozwaz zwiekszenie przeptywu powietrza lub modernizacje systemu chtodzenia.
Nie umieszczaj na obudowie Swieczek, kadzidel, otwartego ognia oraz pojemnikéw z cieczami
(napoje, wazon, akwarium). Ryzyko pozaru i zwarcia.

9. Srodowisko pracy

10.

Uzywaj obudowy w temperaturze i wilgotnosci powietrza zgodnej z zaleceniami dla typowych
komputeréw osobistych (zwykle ok. 10-35 °C, wilgotnos$¢ 20—-80% bez kondensacji).

Nie wystawiaj obudowy na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych przez dhuzszy czas, co
moze powodowac nagrzewanie elementow i odksztalcenia.

Chron obudowe przed wnikaniem ciat obcych (kurz w duzych iloSciach, drobne przedmioty,
owady). W razie dostania sie ciala obcego do wnetrza, odlacz zasilanie i usun je dopiero po
zdjeciu panelu przy odtaczonym zasilaniu.

Czyszczenie i konserwacja

Przed kazdym czyszczeniem odlacz komputer od zasilania i odczekaj, az wszystkie elementy
ostygna.

Zewnetrzne powierzchnie metalowe i plastikowe czysc¢ suchg lub lekko wilgotng, miekka
Sciereczka. Nie uzywaj agresywnych detergentow, rozpuszczalnikéw ani Srodkow sciernych.
Panel z hartowanego szkta czys¢ miekka Sciereczka z mikrofibry; w razie potrzeby uzyj srodka
do czyszczenia szkla naniesionego na Sciereczke (nie bezposrednio na panel).

Filtry przeciwkurzowe (jesli sq zastosowane) czysc¢ regularnie, zgodnie z intensywnoscia
uzytkowania komputera.

11. Transport i przenoszenie



13.

14.

15.

Przed przenoszeniem obudowy wylacz komputer i odtacz wszystkie przewody zewnetrzne.
Jesli w obudowie sg zainstalowane ciezkie podzespoty (duza karta graficzna, masywny cooler),
przeno$ obudowe ostroznie, trzymajac jq oburacz za dolng i tylng czes¢ ramy.

Nie przeno$ obudowy, chwytajac za panel szklany, panel frontowy lub pojedyncze elementy
plastikowe.

W czasie transportu dluzszego (wysytka, przeprowadzka) zaleca sie demontaz ciezkich
komponentow lub ich dodatkowe zabezpieczenie, aby unikng¢ uszkodzen mechanicznych.

Ograniczenia uzytkowania

Nie uzywaj obudowy w miejscach o podwyzszonym ryzyku: w poblizu basenéw, w tazienkach,
w otoczeniu atmosfer wybuchowych (np. w obecnosci oparéw paliw, rozpuszczalnikow, pytéw
wybuchowych).

Nie stosuj obudowy jako obudowy do urzadzen przemystowych, medycznych lub innych
systemow, w ktérych ewentualna awaria mogtaby bezposrednio zagraza¢ zyciu lub zdrowiu
ludzi.

Produkt przeznaczony jest do uzytku konsumenckiego i biurowego jako czes¢ systemu
komputerowego.

Postepowanie w przypadku awarii

W przypadku dymu, nietypowego zapachu, iskrzenia lub glosnych, nienaturalnych dzwiekow
natychmiast wylacz zasilanie komputera oraz odlacz wtyczke z gniazda sieciowego.

Nie dotykaj uszkodzonych elementéw, przewodow ani nie probuj samodzielnie usuwac¢ zwarcia.
Pozwol komponentom ostygna¢, a nastepnie skontaktuj sie z wykwalifikowanym serwisem
komputerowym.

W razie uszkodzen mechanicznych paneli szklanych lub konstrukcji nosnej nie uzywaj dalej
obudowy do czasu oceny bezpieczenistwa przez specjaliste.

Utylizacja

Obudowa sklada sie z metalu, szkta hartowanego oraz elementow z tworzyw sztucznych. Po
zakonczeniu okresu uzytkowania nie wyrzucaj produktu do odpadéw komunalnych.

Postepuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami: oddaj
obudowe do punktu zbidrki elektroodpadow lub odpadéw wielkogabarytowych.

W miare mozliwosci oddziel elementy metalowe, szklane i plastikowe zgodnie z wymaganiami
lokalnych systemow recyklingu.

Informacje dotyczace zgodnosci z wymaganiami

bezpieczenstwa

Obudowa powinna by¢ uzytkowana zgodnie z niniejszg instrukcja, obowiazujacymi przepisami w
zakresie bezpieczenstwa produktow oraz dokumentacja techniczng zastosowanych podzespotow
komputerowych. Nieprzestrzeganie opisanych srodkdw ostroznosci moze prowadzi¢ do urazow ciala,
uszkodzenia sprzetu, przegrzania, a w skrajnych przypadkach do pozaru lub porazenia pradem.
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